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©® Walter & Dieter Lemmen | CEO's

ANLAGENBAU | ENGINEERING | OBERFLACHENTECHNIK
Uber 50 Jahre Erfahrung und Leidenschaft

Die Walter Lemmen GmbH produziert seit iber 50 Jahren eine umfangreiche
Auswahl an Produkten der Galvano-, Medizin- und Leiterplattentechnik fir
Industrie, Forschung und Lehre. Die verschiedenen Anlagen werden in unserem
Werk in Kreuzwertheim konstruiert, gefertigt und weltweit vertrieben.

Das Produktsortiment umfasst: Gerdte und Anlagen zur Herstellung von ein-
oder zweiseitigen Platinen bis hin zu durchkontaktierten Leiterplatten und Mul-
tilayer fiir die Prototypen- und Kleinserienfertigung. Individuell nach Kunden-
wunsch angepasste Galvanikanlagen fiir die chemische und elektrochemische
Behandlung von Trommel- und Gestellware. Galvanikanlagen zur Veredelung
von unterschiedlichen Materialien fiir dekorative und funktionelle Oberflachen.
Oberflachenbehandlungsanlagen fiir Komponten aus der Medizintechnik,
erganzen das Portfolio. Hochwertige Materialien und Anlagenkomponenten,
in Kombination mit einer fachmannischen Verarbeitung, garantieren einen
wartungsarmen Betrieb der Anlagen und professionelle Oberflachenergebnisse.

Unsere Geschaftsbereiche

01

Leiterplattentechnik

04

Filter- & Ablufttechnik

Automatisierung

Das komplette Programm fiir die Leiterplatten- & Oberflachentechnik

Die Walter Lemmen GmbH bietet
als Systemlieferant neben der Ent-
wicklung, Konstruktion und Bau von
Geraten und Anlagen fir die Leiter-
platten- und Oberflachentechnik ein
komplettes Produkt- und Service-
programm an, bestehend aus der
Lieferung von kundenspezifischen
Anlagen- und Anlagenkomponen-

ten bis hin zur Prozesschemie,
Service und Umweltkonzepten
fir verschiedene Industriezweige.
Neben der Leiterplattenindustrie
zahlen zu unseren Hauptkunden die
Automobilindustrie, Elektronik- und
Unterhaltungsindustrie, Schmuck-
industrie, Luft- und Raumfahrt, Tele-
kommunikation, Medizintechnik

und Photovoltaikindustrie. Die enge
Zusammenarbeit mit unterschiedli-
chen Einrichtungen aus Forschung
und Entwicklung, Fachhochschulen,
Universitaten und der Industrie, sind
unsere Basis fiir die innovative Um-
setzung und Erweiterung unseres
Anlagenspektrums.
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ANLAGENBAU

Wir bauen lhre Anlagen
individuell nach
lhren Anforderungen!

Wir planen, entwickeln und bauen manuell gefiihrte oder
automatisierte Anlagen individuell nach Ihrem Oberflachen-
prozess. Darliber hinaus bieten wir umfangreiche Service-
leistungen wie die Auswahl von Prozesschemie, Labortests,
Inbetriebnahme, Schulungen und Umweltkonzepte an.

Beratung &
Planung

Unser Technischer Vertrieb plant ge-
meinsam mit Ihnen lhre individuell auf
Sie und Ihre Komponenten abgestimm-
te Anlage.

Konstruktion &
Entwicklung

Ihre Anlage wird durch unsere Konst-
rukteure individuell nach lhren Anfor-
derungen und Prozessen entwickelt
und konstruiert.

Fertigung &
Montage

Alle unsere Anlagen werden In-House
gefertigt. Montage und Inbetriebnah-
me libernehmen unsere geschulten
Mitarbeiter fir Sie.

Schulungen &
Service

Nach Auslieferung der Anlage stehen
wir lhnen fir diverse Serviceleistungen
und individuelle Schlulungen gerne zur
Verfligung.
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Leiterplattentechnik
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LEITERPLATTENTECHNIK LEITERPLATTENTECHNIK

Leiterplattentechnologien

1)

Die Nachfrage nach immer feineren und komplexer werdenden Strukturen,
kleinsten Bauteilen und flexiblen Materialen in der Platinenherstellung er-
wartet eine schnelle und flexible Umsetzung der neuen Technologien auf
qualitativ hochwertigen Geraten und Anlagen. Durch das optimal aufein-
ander abgestimmte Gerateprogramm der Walter Lemmen GmbH kann der
gesamte Fertigungsprozess zur Herstellung von qualitativ hochwertigen
Leiterplatten mit komplexen Strukturen, feinen Leiterplattenbreiten und
-abstanden auf unterschiedlichen Basismaterialien abgedeckt werden.”

Feinstleiterplatten, ein- und zweilagig
Durchkontaktierte Leiterplatten
Multilayer

HF-Leiterplatten

LTCC - Keramik

Wafer

MID-Technologie
HDI-Schaltungen

Starrflexible Leiterplatten
Semiflexible Leiterplatten
Dickkupferleiterplatten

Isolierte Metall-Substrate =
(IMS-Leiterplatten) ® Walter Lemmen | CEO E
Strukturieren von Buntmetallen, Edelstahl, 5
Aluminium fiir Frontplatten und Schilder E
3
: - Gerate zur Herstellung von Leiterplatten 2
Leiterplattenmaterialien S
Fotobeschichtets Basi terial Das Gerateprogramm der Walter Lemmen GmbH und geringeren Verbrauch an Rohstoffen, Chemie,
otobeschichtets basismateria reicht von Anlagen zur Strukturierung, Oberflachen- Energie und Wasser. Dies spiegelt sich in unseren E
FR4 /FR2 / CEM1/ PTFE behandlung und Durchkontaktierung von Leiterplat- Anlagen, in Form von integrierter Spiiltechnik,
Fotobeschichtete ten bis hin zu Anlagen fiir den Oberflachenschutz Regenerationssystemen zur Reduzierung des o
SMD-Schab| blech von ein- und zweiseitigen Leiterplatten, Formatz- Chemieverbrauchs, Filtertechnologien und Wasser- o
chablonenbleche teilen und Multilayer. Erganzt wird unser Lieferpro- aufbereitungsanlagen sowie Elektrolysezellen fir
Basismaterial fiir Sonderanwendungen gramm durch die Umsetzung von umweltfreund- die vollstéandige Riickgewinnung von Edelmetallen
ALUCOREX Frontplattenmaterial lichen Herstellungstechnologien, fiir ein hohes Mal} aus den Spilwéassern wider.

. " an Sicherheit, Verringerung von Umweltbelastungen
Fotobeschichtetes Eloxal-Aluminium g 9 g

Flexible Substrate
Starrflexible Substrate

® Etching Center S | Entwickeln & Atzen
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Der Prozessablauf

Bohren | Biirsten |

LEITERPLATTENHERSTELLUNG
Entwickeln - Atzen - Strippen

Unser ETCHING CENTER S und CONVERT sind

fur den Feinstleiterbereich geeignete Spriihent-
wicklungs-, Spriihdtzanlagen und Spriihstripper-
anlagen zur Herstellung von ein- oder zweiseitigen
Leiterplatten oder Formatzteilen. Die Anlagen sind
als manuell gesteuerte oder als vertikale Durch-
laufanlagen mit Spiileinrichtung erhaltlich. Unsere
neuartigen Rotationsspriihsysteme ergeben eine

MODULESS. . e

W
L]

Entwickeln | Atzen |
Laminieren | Belichten Strippen

.3

Durchkontaktieren |
Endoberflache

besonders gleichmalige und intensive Behandlung
der gesamten Platinen- oder Substratoberflachen.
Die Anlagen sind mit Mehrfachspiilen ausgeriistet
und zeichnen sich durch ihre saubere und kompak-
te Arbeitsweise aus. Durch den modularen Aufbau
konnen die Gerate mit diversen Zusatzbecken und
Durchlauftrockner ausgestattet werden.

=]
Mehr erfahren auf
www.walterlemmen.de
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Abwasserreinigung |
Riickgewinnung

LEITERPLATTENHERSTELLUNG

COMPACTA Durchkontaktieren

Die Erstellung von hochwertigen Leiterplatten

und Multilayer erfordert eine groRe Prazision und
Anlagentechnik bei der Metallisierung der Bohrlo-
cher, Herstellung der Lotfahigkeit der Kontakte und
Erzeugung von Schutzschichten gegen Oxidation
und Korrosion. Zur Erstellung von durchkontaktier-
ten Leiterplatten durchlaufen die vorbehandelten
Leiterplatten einen nasschemischen Prozess, um
die innen metallisierte Bohrung im Tragermaterial
der Leiterplatte zu realisieren und die Verbindung
zwischen den einzelnen Lagen herzustellen. Fiir den

LEITERPLATTENTECHNIK

Multilayer

galvanischen Durchkontaktierungsprozess bieten
wir unsere Geratereihe COMPACTA an, als eine uni-
versell einsetzbare Galvanikanlage fir die chemi-
sche oder galvanische Abscheidung von Metallen in
Vertikal-Technik. In Abstimmung mit dem Kunden
werden die Anlagen gemass den geforderten Ver-
fahrensschritten angepasst. Das Standardverfahren
basiert auf der umweltfreundlichen Direktmetallisie-
rung mit Graphit als Katalysator nach dem Tenting-
oder Subtraktivverfahren.

11 ﬁ Walter Lemmen GmbH
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LEITERPLATTENTECHNIK

Endoberflache | Schutzschichten

Organische, chemische oder galvanische Schutz-
schichten dienen dem Oxidations- und Korrosions-
schutz von Endoberflachen von Leiterplatten.
Spezielle Anlagentechnik in Verbindung mit speziel-
ler Prozesschemie garantieren ein hochwertiges
Oberflachenfinish. Die Endoberflichenbehandlung
kann in der Geratereihe COMPACTA als zusétzlicher
Prozessschritt integriert oder in der Geratereihe
PROTEC als Einzelanlage realisiert werden.

COMPACTA Zusatzbecken fiir chemische
Abscheidung

Chemisch Nickel/Gold fiir Bond und
Létanwendungen

Chemisch Zinn

Chemisch Nickel/Palladium/Gold
Chemisch Silber

Organische Kupferpassivierung (OSP)

Anlagen fiir spezielle Anwendungen
Galvanisch Nickel/Gold
Galvanisch Silber
Galvanisch Silber und Weiflbronze
Galvanisch Nickel
Galvanisch Gold

Galvanisch Zinn

ENDOBERFLACHEN

Galvanisch Nickel / Gold

Chemisch Zinn

OSP - Organische-Schutzschicht

CHEMISCHE UND ELEKTROCHEMISCHE
ENDOBERFLACHEN | SCHUTZSCHICHTEN

COMPACTA Geratereihe

Die Geratereihe COMPACTA ist eine universell
einsetzbare Oberflachen behandlungsanlage fiir
die chemische oder galvanische Abscheidung von
Metallen im Leiterplattenprozess (z.B. Durchkon-
taktierung — Direktmetallisierungsverfahren).

Die Endoberflachenbehandlung der unterschied-
lichen Leiterplattenvarianten konnen in dieser
Geratereihe als zuséatzlicher Prozessschritt integ-
riert werden. Der Anlagenaufbau richtet sich nach
den jeweiligen Verfahrensschritten der Prozess-
chemie. z.B. Direktmetallisierung mit Carbon als

Katalysator:

Reinigen — Katalysieren (Carbon) — Trocknen -
Mikrobeize — Dekapieren — Verkupfern —

Endoberflache / Schutzschicht

CHEMISCHE ENDOBERFLACHEN |
SCHUTZSCHICHTEN

PROTEC Geratereihe

Der PROTEC SN beinhaltet in kompakter Bauwei-
se alle erforderlichen Becken und Einrichtungen
zur Behandlung von Leiterplatten mit chemisch
Endoberflachen wie z.B. chemisch Zinn, chemisch

Nickel/Gold, OSP usw..

Die PROTEC Geréate sind als Standardmodule
mit Untergestell und Abtropfwanne fiir folgende

Prozesse erhéltlich:

chemisch Nickel- / chem. Gold Schichten

(PROTEC NiAu Ausfiihrung)

chemisch Zinn
(PROTEC- Sn Ausfiihrung)

OSP - organischer Oberflaichenschutz

(PROTEC-CH Ausfiihrung)

® PROTEC | Endoberflache

LEITERPLATTENTECHNIK
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® COMPACTA | Durchkontaktierung & Endoberflache
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LEITERPLATTENTECHNIK

Leiterplattentechnik - Lieferprogramm

Planung und Bau von Geraten und Anlagen zur Herstel-
lung von Leiterplatten, Multilayer, Keramiksubstraten,
Formatzteilen und Wafer:

+  Spriihatzer-, Spriihentwickler, Spriihstripperanla-
gen (Oberflachenbearbeitung im
Vertikal- und Tauchverfahren)

+  Durchkontaktierungsanlagen

+ Anlagen zur elektrochemischen Abscheidung von
Metallen

+  Oberflachenfinish fiir Leiterplatten
+  Scheren

+  UV-Belichtungsgerite,
LED-Belichtungsgeréate

+ LDl Direktbelichter
Filmplotter
+ Laminatoren und Biirstanlagen
+  CNC Bohr- & Frasanlagen
+  Printbohrmaschinen
+  Multilayerpressen

«  Durchlauftrockner und Trockenofen

Planung und Bau von Geraten und Anlagen fiir die
Spiilwasseraufbereitung, Filtration und Abluft im
Leiterplattenprozess:

«  Splilwasseraufbereitung - lonenaustauscher
Kreislaufanlagen

+  Metallriickgewinnung fiir Edelmetalle und
Nichtedelmetalle

« Filteranlagen

«  Abluftanlagen

Planung und Bau von kundenspezifisch
ausgelegten Sonderanlagen fiir die
Leiterplattentechnik

Ingenieurleistungen fiir die Leiterplatten-technik

Beratung und Lieferung von Leiterplattenzubehor

LEITERPLATTENTECHNIK

Leiterplattentechnik - Lieferprogramm

Entwickeln | Atzen | Strippen | Durchkontaktieren | Endoberflachen | Multilayer

- ) ot
(e N
: e eier .
' .'ﬂ_.r-.__"'l =
\J & =
S50 o
il D
Entwickeln | Atzen | Durchkontaktieren Endoberflachen Multilayerpressen
Strippen

Filmerstellung | Belichten | Laminieren

C

rf r.(rff

UV-Belichter

LED-Belichter LDI-Direktbelichter Fotoplotter Laminatoren

Schneiden | Bohren | Biirsten | Trocknen

15 ﬁ Walter Lemmen GmbH

Plattenscheren Printbohrmaschinen CNC Bohr-& Frasanlagen Birstanlagen

Durchlauftrockner Trockenofen

Spiilwasseraufbereitung Automatisierungstechnik

e

S

l. |
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lonenaustauscher Robotik | Handlingsysteme
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Wafer Technik
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TE
]
£
O
=
)
g
&
@
-
e
@
=
@
=
E

L
©
-

Anwedungsbereiche

Oberflachenbearbeitung von Wafer
& Substraten

Anlagen und Einzelwannesysteme fiir die einseitige oder dopple-
seitige Oberflachenbearbeitung von Wafern und anderen Subst-
raten.

Einzelwannensysteme:

+ TG Standardwannensystem 5-50L Reinigen Entwickeln / Atzen

TG Sonderwannensystem (kundenespezifisch ausgelegt)

Galvanikanlagen:
COMPACTA - Galvanik-Linie fiir die chemische
Oberflachenbehandlung

COMPACTA - Galvanik-Linie fiir die elektrochemische CHEMISCR & GALVARISCH
Abscheidung (Cu, Ni, Au, Sn, Ag, Pd, Co) Anlagenvarlanten

COMPACTA - Galvanik-Linie fiir Mehrschichtsysteme
(Ni/Au, Ni/Co, Ni/Pd)

CONVERT - Vertikale Durchlaufanlage fiir die einzeitige &
doppelseitige Bearbeitung

Wafer-Halter fiir die galvanische Abscheidung
von Metallen:

Einseitige & doppelseitige Bearbeitung

Standardhalter von 1“ bis 12" Vertikale Rotationsspriih-Module zum
Vorreinigen, Entwickeln, Atzen und Strip-
pen von Wafern oder Substraten.

Ein integriertes SPS-Steuerungssystem
ermoglicht die Einstellungvon kunden-
spezifischen Zeit- und Durchlaufpara-
metern.

Vollstandige Kontaktierung des Wafers
ohne Elektrolytkontakt

Waferdickentoleranzen +100 p

Standardmaterial PP oder PEEK
(weitere auf Anfrage)

«  Halterungen fiir unterschiedliche
Waferdicken moglich

Die COMPACTA Linie bietet Ihnen eine
umfangreiche Ausstattung, wie Gleich-
richter, Leitfahigkeitsmesser, Heizung mit
Temperaturreglern und Filtereinheit.
Anlagenanpassungen nach Kunden-
wunsch kdnnen umgesezt werden.

® Wafer-Halter | 1“ bis 12

WAFER TECHNIK

Strippen Galvanische
Abscheidung

Das Einzelwannensystem TG-Programm
mit einem Beckenvolumen von 51/101/
201/ 501 und 100 | ermdglicht das indivi-
duelle Zusammenstellen von Behandlungs-
becken. Erganzendes Zubehor und Anoden
ermoglichen eine zuverlassige Oberfla-
chenbehandlung.

Die COMPACTA Linie als Tischmodul mit
einem Beckenvolumen von 5-20L (kun-
denspezifisch ausgelegt)

19 a Walter Lemmen GmbH
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Medizintechnik

(Modulare Anlagen ) ( Manuelle Anlagen )
(Automatisierte Anlagen ) (Robotik )
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Anlagenvarianten

Anlagen zur Oberflachenbehandlung

von Titan und Titanlegierungen:
Vorbehandlung: Entfetten / Ultraschall
Beizen
Farbanodisieren
Grauanodisieren
Atzen
Elektropolieren
Spiilen

Trocknen

Anlagen zur Oberflachenbehandlung von Edelstahl:

Vorbehandlung: Entfetten / Ultraschall
Beizen

Elektropolieren

Passivieren

Spiilen

Trocknen

Ausfiihrung:

Manuelle Gestell-, Korb- oder
Trommelanlagen

Automatisierte Galvanikanlagen mit Handlings-
system und SPS

Automatisierte Galvanikanlagen mit
Robotik und SPS

Beckenvolumen:

Manuelle Galvanikanlagen:
5 Liter — 250 Liter Volumen
(GroRere Beckenvolumina auf Anfrage)

Automatisierte Galvanikanlagen:
5 Liter — 100 Liter Volumen
Lastgewicht Handlingsystem:
max. 10 kg

MEDIZINTECHNIK

Oberflachenbehandlung von Werkstoffen der Medizintechnik

TITAN UND TITANLEGIERUNGEN
NIOB, NITINOL, TANTAL
CHROM-KOBALT-LEGIERUNGEN
EDELSTAHL

Die Anforderungen an medizinische Bauteile,
Komponenten und Werkstoffe sind sehr vielfaltig
und komplex. Sicherheit und Zuverlassigkeit der
eingesetzten Werkstoffe, Herstellungsverfahren
und Maschinentechnik haben in der Medizintechnik
einen hohen Stellenwert. Darliber hinaus spielt die
Validierbarkeit von Verfahrensablédufen

und -prozessen eine immer groRere Rolle.

Insbesondere metallische Implantate unterliegen
strengen Werkstoffeigenschaften: Hohe mechani-
sche Belastbarkeit, hochste Biokompatibilitat und
Korrosionsbesténdigkeit. Titan, Niob oder Edelstahl
besitzen diese Werkstoffeigenschaften und sind
aus diesem Grund ideal geeignet fiir hoch bean-

® Titanfarbegerat | Implantate

spruchte medizinische Bauteile und Komponenten.
Fiir die Oberflichenbehandlung von medizinischen
Bauteilen und Komponenten bieten wir Einzel-
wannensysteme und kompakte Galvanikanlagen,
manuell bedienbar oder automatisiert, mit Handling-
system, SPS und Robotik an.

Der modulare Anlagenaufbau beinhaltet alle erfor-
derlichen Anlagenkomponenten und Verfahrens-
schritte fir eine qualitativ hochwertige Oberflache.
Als Systemlieferant liefern wir nicht nur Anlgen- und
Anlagenkomponenten, sondern auch die entspre-
chende Prozesschemie, Abwasser-, Ablufttechnik
und Trockner (Integrierte Lésungen oder als Tisch-
oder Standgerate).

23 ﬁ Walter Lemmen GmbH
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MEDIZINTECHNIK

VORREINIGEN | BEIZEN | ELEKTROPOLIEREN |
PASSIVIEREN | SPULEN | TROCKNEN

Edelstahl-Oberflachenbehanding
von Bauteilen und Komponenten

Durch das elektrochemische Polieren (Elektropolieren)
und Entgraten von Edelstahl wird die Eigenschaft der
metallischen Oberflache entscheidend verbessert,
was sich positiv auf die Bestandigkeit der einzelnen
Komponenten auswirkt. Elektropolieren ist ein elektro-
chemisches Verfahren zum Oberflachenabtrag. Die
Abtragung erfolgt mit speziellen wassrigen Losungen
unter Einsatz von Strom im Mikrobereich und erzeugt
eine glatte und glanzende Oberflache.

® COMPACTA EP| Elektropolieren & Passivieren

Wir bieten kundenspezifische Anlagenldsungen zur
Oberflachenbehandlung von Edelstahl, Titan oder
anderen Buntmetallen.

Geeignete Metalle zum Elektropolieren:

Titan und Titanlegierungen
Edelstahl

C-Stahl

CrCo-Legierungen
Kupferlegierungen
Aluminiumlegierungen
Magnesiumlegierungen
weitere Metalle

MEDIZINTECHNIK

VORREINIGEN | BEIZEN | FARBANODISIEREN | ATZEN | ELEKTROPOLIEREN

PASSIVIEREN | SPULEN | TROCKNEN

Titan und Titanlegierungen | Niob Oberflachenbehandlung

Die Bearbeitung von medizinische Bauteile und
Komponenten unter anderem aus Titan und Titan-
legierungen, erfordert unterschiedliche Oberflachen-
strukturen und Beschaffenheiten: Der Beizvorgang
reinigt und aktiviert die Oberflachen fiir weitere
Prozessschritte, wie das Farbanodisieren. Das
Anodisieren von Oberflachen ist ein elektroche-
mischer Prozess zur Oberflaichenveredelung von
medizinischen Bauteilen, Instrumenten und
orthopadischen Produkten.

Es dient in erster Linie der farblichen Kennzeich-
nung der Bauteile und Optik. Das chemische Atzen
schafft eine pordse Struktur auf der Oberflache und
garantiert somit eine gute Verbindung zwischen
Metall und Kérpergewebe. Das Elektropolieren von
Titan dagegen liefert sehr glatte Oberflachen, z.B.
flr eine asthetische Optik.

® COMPACTA Ti | Beizen, Anodisieren & Elektropolieren

Anodisier- | Beiz- | Reinigungs-Module

Standardisierte Oberflaichenbearbeitungs-Module fiir
Titan- und Titanlegierungen nach Prozessfolge:
Vorreinigen
Beizen
+ Anodisieren

Nachbehandlung
Die jeweiligen Wannenausfiihrungen kénnen kunden-

spezifisch ausgelegt und umgesetzt werden. Die unter-
schiedlichen Module kénnen als Tisch- oder Standmodu-

le angeboten werden.

® Anodisier-Modul

25 a Walter Lemmen GmbH
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GALVANOTECHNIK

Anlagenvarianten

Beckenvolumen

5 Liter — 250 Liter Volumen
(GroRere Beckenvolumina auf Anfrage)

Ausfiihrung

Manuelle Trommel- und Ge-
stellanlagen

Automatisierte Galvanikanla-
gen mit SPS-Steuerung, Hand-
lingssystemen oder Robotik

Anlagen zur Vorbehandlung
Vorreinigung
Entfettung
Beizen
Ultraschall
Anlagen fiir dekorative Oberflachen

Vergolden
Versilbern
Rhodinieren
Verchromen
Anlagen fiir funktionelle Oberflachen
Verkupfern
Verzinnen
Verzinken
Vernickeln
Elektropolieren
Anlagen zum Anodisieren und Farben
Eloxalanlagen

Titanfarbeanlagen

GALVANOTECHNIK

GALVANOTECHNIK

Dekorative und funktionelle Oberflachenbehandlung
von Trommel- und Gestellware

Durch unsere langjahrige Er-
fahrung im Bereich der Oberfla-
chentechnik konnen wir unseren
Kunden umfassende Anlagen-
[6sungen fiir eine optimale
Endoberflache anbieten. Unser
Anlagensortiment deckt die ge-
samte Bandbreite zur Veredelung
verschiedenster Materialien der
dekorativen und funktionellen
Oberflachenbeschichtung ab.

©® COMPACTA | Dekorativ

Dies umfasst die Vorreinigung,
Veredelung und Nachbehandlung
von Gestell- oder Trommelware
von Kunststoffen, Stahl, Alumi-
nium und Titan oder anderen
Metallen. Kundenorientierte
Konzepte abgestimmt auf die
jeweiligen chemischen Prozesse
und zuverldssige Serviceleistun-
gen erganzen das Portfolio. Als
kompetenter Partner der Leiter-

platten- und Elektronikindustrie
sowie der Automobil-, Sanitar-,
Schmuck- und Konsumgiiter-
industrie verfolgen wir ein hohes
MaB an Anlagenqualitat und
Zuverlassigkeit, um hochwerti-
gen und korrosionsbestandigen
Oberflachen ge-

recht zu werden.
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GALVANOTECHNIK

Dekorative | Funktionelle Oberflachen

Im Bereich der dekorativen und funktionellen Oberflachen,
bieten wir ein breites Spektrum an Anlagen und Anlagen-
technik fiir samtliche Oberflachen an, inklusive Chemie und
Serviceleistungen. In Abstimmung mit dem Kunden und
unter Einbeziehung von neusten Technologieentwicklungen
in der Galvanotechnik entstehen multifunktionale Galvanik-
anlagen fiir die Beschichtung von Metallsubstraten oder
Kunststoffmaterialien.

Unser Lieferprogramm deckt sdmtliche Anlagenvarianten
fiir die dekorative und funktionelle Oberflache ab, von der
Vorbehandlung und Oberflachenvorbereitung, hochwertigen

GALVANOTECHNIK

Dekorative | Funktionelle Oberflachen

Anlagenbeispiele liber Kombianlagen fiir die funktionelle und
dekorative Oberflichenbearbeitung von kundenspezifisch

ausgelegten Trommel- oder Gestellanlagen:

® COMPACTA | ELOXAL

Kombianlagen funktionell

Kundenspezifisch ausgelegte Galvanikanlagen
fiir chemische und elektrochemische Prozessfol-
gen mit Vorreinigung (z.B. Ultraschall,
Entfettung, Beizen), Aktivwannen (Kupfer, Nickel,
Zink, Zinn usw.) und Mehrfachspiiltechnik.
Filtration und Riickgewinnung von Metallen aus
Spuilwassern Uber Filtereinheiten und lonenaus-
tauscher.

Kupfer Nickel Zink
[——— == - -_I
|
= '-.-:= oy g BT
'L. —.' L] - & ? 1- -E'--. B

© COMPACTA Vorreinigung | Rhodium / Gold

Anodisieren Aluminium (Eloxal)

Verfahrensorientierte Prozessfolge in kompakter Bau-
weise, mit folgenden Aktivwannen:

Vorreinigung (Entfettung, Beizen, Neutralisieren),
Anodisieren/Eloxieren, diverse Farbebecken und Nach-
behandlung (Vorverdichten, Verdichten, Trocknen,

vien d [] “ o> ll.

® COMPACTA galv. Zink / Nickel | Venturi-Einheit

Kombianlagen dekorativ

Gestell- oder Trommelanlagen fiir den dekorativen und
technischen Anwendungsbereich (Schmuck, Wafer,
elektr. Komponenten) mit Vorreinigung (Ultraschall,
Entfettung, Beizen etc.) und elektrochemischen Aktiv-
wannen (Au, Rh, Pd, Pt usw.), Mehrfachspiiltechnik,
integr. Trockner, Abluft-, Abwassertechnik und Metall-
riickgewinnung.

E R o= 94

Rhodium Palladium Silber Gold
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Filter- & Ablufttechnik
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FILTER- & ABLUFTTECHNIK

Anlagenvarianten

Spiilwasseraufbereitung

Kreislaufionenaustauscher-Anlagen mit
Harzvolumen 1,5 — 50 Liter

lonenaustauscher-Patronen (Kationen-,
Anionen-, Mischbett)

lonenaustauscher-Harze (Kationen-,
Anionen-, Mischbett)

Aktivekohlefilter
Regenerierservice

Harzwechsel Mischbett
Vollentsalzer / Mischbettpatronen

Umkehrosmoseanlagen

Metallriickgewinnung (geschlossene und offene
Systeme)

Elektrolysezellen zur Riickgewinnung von
Edelmetallen

Elektrolysezellen zur Riickgewinnung von
Nichtedelmetallen

Stripperanlagen in Kombination mit
Riickgewinnungszellen

Filtertechnik

Feststofffilter mit Filterkerzen Aktivkohle
Feststofffilter mit Filterkerzen PP

Filtereinheiten in unterschiedlichen
Ausfiihrungen

Beutelfilter

Filtergehduse

Ablufttechnik

Abluftwascher
Tropfenabscheider

Labor-Ventilatoren

ANLAGEN ZUR UMWELTTECHNIK

FILTER- & ABLUFTTECHNIK

Spiilwasseraufbereitung | Metallriickgewinnung | Filtertechnik | Ablufttechnik

Neben der Entwicklung, Kons-
truktion und Bau von Geraten
und Anlagen fiir die Oberflachen-
technik bieten wir ein komplettes
Produkt- und Serviceprogramm,
und Umweltkonzepten fiir ver-
schiedene Industriezweige an:
Ablufttechnik, Filtration, Auf-
bereitung und Riickgewinnung.

Unterstitzt werden wir von quali-
fizierten Fachfirmen, die mit uns
gemeinsam die optimale Ausle-
gung und Umsetzung der Kun-
denanforderungen garantieren.
Durch umweltfreundliche Her-
stellungsmethoden und Einsatz
von hochwertigen Komponenten
sorgen wir fiir Prozesssicherheit,

.-r.
-~

i,
é‘; -t

® Umwelttechnik | Ablufttechnik, Filtration, Aufbereitung und Entsorgung

"

Verringerung von Umweltbelas-
tungen und geringeren Verbrauch
an Rohstoffen, Chemie, Energie
und Wasser. Dazu zahlen integ-
rierte Splltechnik, Wasseraufbe-
reitungsanlagen als Kreislaufan-
lagen sowie Elektrolysezellen fir
die vollstandige Riickgewinnung
von Edelmetall aus Spiilwéassern.

35 a Walter Lemmen GmbH
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FILTER- & ABLYFTTECHINIK

L B

Spiilwasseraufbereitung

KREISLAUFANLAGEN ZUR
SPULWASSERREINIGUN

Spezielle Filtertechnologie und Wasseraufbe-
reitung sorgen fiir ein sauberes Prozesswas-
ser. Neben einer groBen Auswahl an Feststoff-
filtern bieten wir lonentauscheranlagen der
Serie IONEX an, die das kontinuierliche Reini-
gen und Wiederverwenden der Spiilwédsser aus
Spiilbadern und Sparspiilen ermdglichen. Dies
tragt zu einer Erhohung der Kreislaufwasser-
qualitat und einer wesentlichen Wasserein-
sparung bei. Die Spiilwasserreinigungsanlagen
sind als Kreislauf- oder Durchlaufanlagen
konzipiert. Mit der Kreislaufanlage kann der
gesamte Spiilwasseranfall gereinigt und dem
Prozess zuriickgefiihrt werden. Durch den
Einsatz von speziellen lonentauscherharzen
lassen sich Edelmetalle (z.B. Gold, Silber, Rho-
dium, Palladium) aus dem Spiilwasser zuriick-
gewinnen und regenerieren.

Metallriickgewinnung

OFFENE UND GESCHLOSSENE SYSTEME

Fir die Abscheidung von Metallen aus
Losungen bieten wir Metallriickgewin-
nungsmodule fiir Edelmetalle an, die ein
wirtschaftliches Ausarbeitung von verschie-
denen Metallen wie Gold, Silber, Palladium,
Platin aus Standspiilbddern, Sparspiilen und
Konzentraten gewahrleisten. Unterschied-
liche Varianten von Metallriickgewinnungs-
modulen, zum direkten Einsatz in Spiill6-
sungen oder als externe Einheiten fiir den
Bypass-Betrieb gehdren zum

Lieferumfang.

® Spiilwasseraufbereitung | Kreislaufanlagen

® Metallriickgewinnung | Offene & geschlossene Systeme

Filtertechnik

REINIGUNG UND ZIKULATION VON
ELEKTROLYTEN

Komplette Filtereinheiten zur Partikel-

und Feinfiltration von galvanischen und
chemischen Béadern sowie Prozesswasser.
Unterschiedliche Ausfiihrungen mit magnet-
gekuppelten Kreiselpumpen in PP/PVDF/
ECTFE, geeignet zur Feinfiltration von Sauren
und Laugen.

Ablufttechnik

VENTILATOREN | TROPFENABSCHEIDER
ABLUFTWASCHER

Kundenspezifisch ausgelegte und umgesetz-
te Absorptionsanlagen, Abluftwéascher,
Ventilatoren und Abluftanlagen sorgen fiir
eine saubere Umgebungsluft fiir Labore,
Galvaniken und anderen industriellen
Anwendungen. In enger Zusammenarbeit
mit unseren Zulieferern werden kundenspe-
zifische LOsungen erarbeitet und umgesetzt.
Die Anlagen sind ausgestattet mit Niveaure-
gelung zum Auf- und Nachfiillen des Wasch-
wassers, Leitwertiiberwachung, pH-Uberwa-
chung und pH-Regelung.

® Ablufttechnik | Abluftwascher
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Galvanikanlagen mit Robotik

Unsere SPS-gesteuerten Galvanikanlagen der COMPACTA-Linie optimieren und automatisieren chemi-
sche und elektrochemische Prozessablaufe in der Galvanotechnik. Sie bietet zahlreiche Steuerungs-
moglichkeiten & Einstellparameter fiir einen kundenspezifischen Prozessablauf. Durch die Automati-
sierung kénnen wiederkehrend gleichbleibende Oberflachenergebnisse erzielt werden.

COMPACTA ROBOT

M

Anlageneigenschaften

Roboterarm

Mit dem Roboter-Arm kénnen Auf- und Abwarts-
bewegungen, Dreh- und Schwenkbewegungen
individuell programmiert und durchgefiihrt wer-
den. Die gleichmaRigen Bewegungen ermogli-
chen ein chargentibergreifend gleichbleibendes
Oberflachenergebnis.

Linerachse

Die optional lieferbare Linearachse vergroRert
den horizontalen Arbeitsbereich des Roboter-
arms um bis zu 5 m. Damit kdnnen komplette
Galvanikprozesse abgebildet werden.

o
o

Korb-, Trommel- & Gestellware

Die COMPACTA ROBOT ist multifunktional fiir
Trommel-, Korb und Gestellware einsetzbar.

SPS

In Verbindung mit einer SPS konnen weitere an-
lagenspezifische Schnittstellen programmiert
und automatisiert werden.

oherld

Mehr erfahren auf ¥ %.i
www.walterlemmen.de/ueberuns E :!
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SPS-gesteuerte Galvanikanlage mit 2-D Verfahrsystem

Die neue Galvaniklinie COMPACTA ROBOT bietet in Kombination mit fortschrittlicher Industrieroboter-
technik eine optimale Automatisierungslosung fiir Galvanikprozesse an. Die Steuerungseinheit mit
Bedienpanel bietet zahlreiche Einstellungsmaoglichkeiten, Parameterverwaltung und Produktmanage-
ment. Durch die automatisierten Ablaufe wird ein hohes Einsparpotenzial und perfekte Oberflachen-

ergebnisse erzielt.

B
—a7 .

COMPACTA SPS

Anlageneigenschaften

2-D Verfahrsystem

Mit der Galvaniklinie COMPACTA SPS kdnnen
Prozessablaufe artikelbezogen festgelegt und pro-
grammiert werden. Die Prozessablaufe erfolgen
sequenziell oder optional im Parallelbetrieb.

Seilsystem

Das eigenentwickelte Seilsystem zum Transport
der Warentrager besteht aus chemiebestandigem
Kunststoff. Die korressionsbestandige Anlagen-
technik ist fiir verschiedenste Oberflachenbwe-
handlungen

geeignet.

o
.

Korb-, Trommel- & Gestellware

Die COMPACTA SPS ist multifunktional fiir
Trommel-, Korb-, und Gestellware einsetzbar.

Mehr erfahren auf Z=Hi'=
www.walterlemmen.de/ueberuns E!:"
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Kleingerateprogramm
(Modulares Einzelwannensystem ) (Tischgalvanik) (Tischgeréte)
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Anlagenvarianten

+  WILAPLAT
Galvaniksysteme fiir die Standardgroen von 1,5 -
3,0 Liter Beckenvolumen

+  TG-PROGRAMM
Tischgalvanisierwannen fiir die Standardgréf3en
von 5 — 50 Liter Beckenvolumen

+  COMPACTA Tischgalvanik
Kleingalvanikanlagen fiir die StandardgroBen von
5 — 20 Liter Beckenvolumen

WILAPLAT TABLE TOP UNIT

Electroplating Uit for functional & decorative suifaces

ThMS SITES 1.5 ) 3.0 L WITH REC TEFER

TG Program TABLE TOP UNIT

Vable sop omit | 5 /10 7 200/ 50 Liver

FLITTROFLATING i ATMET FLOAW- RINST TP -SPHAY - RIESE

COMPACTA TABLE TOP UNIT

Tink sigwe &7 107 30 Liter

Kleingerateprogramm fiir dekorative
und funktionelle Oberflachen

Neben unseren Galvanikanlagen bieten
wir ein universell einsetzbares Klein-
gerateprogramm fiir funktionelle und
dekorative Oberflachenbearbeitung mit
kleinem Badvolumen an. Diese multi-
funktionalen Gerdte und Wannensys-
teme ab 1,5 Liter Beckenvolumen sind
ideal geeignet fiir die Schmuckindus-
trie, Medizintechnik und industrielle

® TG-Programm | Tischgerat

Kleinteilefertigung. Durch eine Vielzahl
von unterschiedlichen Badkomponen-
ten, wie Heizkdorper, Gleichrichter, Tom-
meleinheiten, Halterungen, Filtereinhei-
ten und lonentauscheranlagen, bieten
die Gerate die optimale Voraussetzung
fir ein professionelles Oberflachener-
gebnis.

47 a Walter Lemmen GmbH
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TG-PROGRAMM WILAPLAT

Einzelwannen-System fir die elektrolytische Entfettung, Elektropolieren, Tischgalvanik fiir die elektrolytische Entfettung, Elektropolieren und gal-
Passivieren und galvanische Beschichtung von Oberflachen. vanische Beschichtung mit allen Edelmetallelektrolyten

Gestell Trommel Korb Vibration Gestell Korb

Die Tischgalvanisierwannen fiir die funktionelle und dekorative Oberflichenbehandlung der
Geratereihe TG konnen als Galvanisier-, Elektropolier- oder Spiilwannen eingesetzt werden.

Ergénzendes Zubehor ermdglichen eine zuverldssige Oberflachenbehandlung fiir unterschied- _ =

liche Anwendungsbereiche und Oberflachen (z.B. aufsteckbare Warenbewegung, Anoden, =S et N

Heizung, Gleichrichter etc). / y - m \
p : Fruit 5 Fe T e L — 1

Mit Bodenablaufhahn (auch ohne Bodenablaufhahn erhaltlich) . W
] '-:. ':I_ : i k]

T
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Das modulare Kleingalvaniksystem ist ideal ge- fur ein professionelles Ergebnis in der galvanischen
eignet fiir Goldschmiede, Uhrmacher, Entwickler Oberflachenbeschichtung. Das Komplettsystem mit
und Labors in Gewerbe, Handwerk und Industrie. integrierter Heizung und Badbewegung kann fiir

Ein multifunktionaler Gleichrichter, verschiedene die elektrolytische Entfettung und alle galvanischen
Wannentrager fiir 1,5 Liter und 3,0 Liter Wannengro- Edelmetallelektrolyte sowie zum Elektropolieren ein-
Re und abgestimmte Elektrolyten bilden die Basis gesetzt werden.

Standspiile FlieRspiile Stand-/Spriihspiile 2-fach Kaskade

TG-Anlagenvarianten mit Untergestell

'|' .
W

® WILAPLAT | Tischgalvanik & Gleichrichter

Mehr erfahren auf
www.walterlemmen.de E "

=1=r ¥
Mehr erfahren auf - Smaiios
www.walterlemmen.de x



ZUKUNFT GESTALTEN

Unsere Versprechen

VISION.
MISSION.
PURPOSE.

Wir arbeiten stetig daran, die
Prozesse unserer Kunden zu
optimieren und mit individuel-
len Losungen deren Produk-
tion voranzutreiben.

Mehr erfahren auf
r www.walterlemmen.de/ueber-uns

Compliance

Die Walter Lemmen GmbH verpflichtet sich
zur Einhaltung gesetzlicher Vorgaben und
ethischer Standards.

Sustainability

Wir legen groRen Wert auf eine nachhaltige
Produktion und optimieren mit individuellen
Umweltkonzepten Ihre Prozesse.

FE Walter Lemmen GmbH

GLOBAL. VIELSEITIG. ERFAHREN

Weltweit aktiv fiir unsere Kunden

Die Walter Lemmen GmbH ist ein global agierendes Unternehmen, wel-
ches weltweit innovative Anlagen fiir die Oberflichentechnik vertreibt.

Mit langjahriger Erfahrung und modernster Technologie entwickeln und
produzieren wir maRgeschneiderte Losungen fir die effiziente und prazise
Bearbeitung von Oberflachen. Wir beliefern weltweit Kunden aus verschie-
densten Industrien und setzt dabei auf hdchste Qualitat, Nachhaltigkeit
und kundenspezifische Beratung.
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